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< Typical Applications >

o Office equipment: Laser printers, copiers, compact printers, etc.
¢ Digital consumer products: Digital cameras, etc.
e Audio equipment
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< Prices in Japan > *For Reference

Price for Lots of

Max. 10,000 Units
Flash Memory/RAM Operating (Yen/Unit) [Tax
Product Name Capacity Frequency Package Included]
RX610 Group 2MB +32KB /128 KB 100 MHz 144-pin LQFP 930
2MB +32KB /128 KB 100 MHz 176-pin BGA 960

< Specifications >

Item

RX610 Group Specifications

Product name

RX6108V \ RX6107V \ RX6106V \Rxe1o4v ‘RX61 OSW‘RX6107W‘RX6106W \Rxm 04W

CPU core

RX CPU

e General registers: 32-bit x 16
o Multiplier: 32-bit

e Divider: Yes

e Multiply-and-accumulate unit: Yes (two types of operations: memory-to-memory and

register-to-register)

Max. operating 100 MHz
frequency
Power supply voltage 3.0V to 3.6V

Floating point unit

Single-precision floating point unit (with support for add, subtract, compare, multiply,

divide, and other instructions)

Flash ROM (for 2 MB 1.5MB | 1 MB 768 KB | 2 MB 1.5MB | 1 MB 768 KB
program storage)

Flash ROM (for data 32 KB

storage)

RAM 128 KB

On-chip peripheral
functions

e Direct memory access controller (DMAC) x 4 channels

e Data transfer controller (DTC)

e 16-bit timer pulse unit (TPU) x 12 channels

¢ 16-bit compare-match timer (CMT) x 4 channels

e 8-bit timer (TMR) x 4 channels

e Serial communication interface (SCI) x 7 channels

« I°C bus interface x 2 channels

e A/D converter (10-bit) x 16 channels [4 units: 4 channels/unit]
o D/A converter (10-bit) x 2 channels

¢ CRC circuit

I/0 ports x 117 I/0 ports x 140

On-chip debug
function

Yes (with trace function)

Power-down
(low-power) modes

4 modes

e Sleep mode

o All module clock stop mode

e Software standby mode

¢ Deep software standby mode

Package

144-pin LQFP (20 mm x 20 mm)

\ 176-pin BGA (13 mm x 13 mm)




	瑞薩科技發表首款RX系列 MCU產品－RX610 Group，具備業界頂級的程式編碼效率與優越的高速及低功耗效能
	(採用全新RX CPU核心建構而成，處理效能為瑞薩科技傳統CPU的兩倍，並整合各種可提升彈性的週邊功能(
	2009年3月25日，東京訊—瑞薩科技(Renesas Technology Corp.)宣佈採用全新處理器架構的首款RX系列MCU產品RX610 以及延伸的八個新家族系列，將成為公司往後數年MCU事業的核心產品。產品樣本將於2009年6月開始陸續在日本供貨。
	<產品背景>
	瑞薩科技目前量產的產品有M16C系列、H8S系列、R32C系列及H8SX系列的16位元和32位元CISC MCU，為各種領域的產品所採用，例如消費性產品、汽車、工業設備、辦公室設備及通訊產品。瑞薩科技擁有全球最高的MCU市場佔有率*4，包括全球最高的16位元MCU市場佔有率*5。另一方面，嵌入式裝置領域的系統正持續增加高階功能、變得更加複雜、規模更大，且更需具節能特性。因此，已經有愈來愈多的應用產品要求系統的核心MCU必須提供高速度、高效能、可儲存大型程式的大量記憶體和降低功耗。
	為了回應上述市場需求並進一步強化其MCU業務，瑞薩科技決定開發整合上述系列產品功能的次世代RX系列MCU。在開發RX次世代CPU的同時，瑞薩科技建構了MCU開發平台，更有效開發新的MCU產品。屬於RX600系列的RX610 Group，是一款兼具高速、高效能的32位元MCU，為RX系列的首款產品，採用了上述平台進行開發，於產品原型階段即已在極短的開發週期內達成所訂定的操作和效能目標。
	<產品詳述>
	< Prices in Japan > *For Reference
	< Specifications >




